技术领域：
本发明涉及一种利用氟化钙污泥和废弃蛇纹石尾矿生产陶瓷片的方法，属无机材料生产领域。该方法是以氟化钙污泥和废弃蛇纹石为主要原料，并添加少量粘土、粘合剂以及其他辅助添加剂，通过压膜成型，在高温烧结下制备出建筑用陶瓷砖和陶瓷片。

技术背景：

　　中国的集成电路产业已经迅速发展，晶圆代工技术已经接近世界先进水平。在生产消费过程中所产生之废弃物，已悄悄累积对环境的破坏影响。 在集成电路制造过程包括：扩散、离子植入、黄光显影、干湿式蚀刻、化学蒸镀及薄膜生成等作业流程。上述生产工艺都会涉及芯片正表面和背面的清洗，在清洗过程中就会产生氢氟酸废水，通过CaCl2或Ca(OH)2化学沉降处理，同时加入PAC絮凝剂改善沉降，产生的CaF2沉淀物再以压滤机(Filter Press)脱水后收集，将之填埋。一般将CaF2浸泡于水中，氟离子的溶出量能达到8.1 mg/L，若做TCLP毒性浸出实验，则能得出氟离子的浸出浓度可以高达33.78mg/L，而国标规定水中氟离子含量安全建议值为1 mg/L，故将氟化钙污泥以填埋作为最终处置时，应避免地下水污染及水源取用。当前我国对集成电路制造业产生的氟化钙污泥处理方式就是填埋，而氟化钙污泥遇到水会使氟离子溶于水中而污染地下水资源。因此，探索氟化钙污泥处理新方法已迫在眉睫。

　　由于CaF2处于高温SiO4系物质时，可以有效降低SiO4系物质的熔点(Melting Point)及降低高温玻璃相物质的液体粘度，此乃因SiO4晶体中的氧离子极易与氟离子于高温置换(因氟离子与氧离子的离子半径相仿)，而破坏SiO4系的晶格所致。故用于陶瓷及玻璃工业可以促进高温液相烧结，降低玻璃高温黏度;而用于金属冶炼工业则是降低矿渣熔点并增加其高温流动性，使矿渣易于与高温熔融金属分离。中国专利ZL01109444.3提到氟化钙污泥再利用制备陶瓷制品, 其将取自污泥处理厂的CaF2污泥置于150℃以下温度干燥、粉碎、筛分成为CaF2干粉;然后与粘结剂和矿化剂干式混拌和造粒成A土;再将将长石、高岭土、石英和粘土予以球磨湿式混拌，喷雾造粒，陈化成为基本土料;最后将A土、粘结剂、基本土料、煅烧高岭土、陶石粒和陶瓷色料干式混拌，造粒，筛分，陈化，高压成型，坯体干燥，高温烧结而成最终产品。

　　该工艺所制备陶瓷体的抗折强度可达33.1 kg/cm2，吸水率<1.0%，且瓷砖经耐酸、耐碱试验后，产品表面无任何外观变化，可符合CNS 13431中国国家品质规范标准。瓷砖氟盐再溶出量小于EPA限值。

　　根据上述发明专利的特点，本人设计用废弃的蛇纹石尾矿与氟化钙污泥为主要原料制备陶瓷片和砖。废弃蛇纹石矿物的分子组成为Mg6[Si4O10](OH)8，其中MgO占43%，SiO2占44.1%，H2O占12.9%。自然界中的蛇纹矿常含有Fe，Mn、Ni、F、Cu、Cr等元素。蛇纹石属含水层状硅酸盐矿物，是制造镁质瓷的主要原料，在普通陶瓷的坯料中也可加入少量以改善性能。本发明，期待蛇纹石硅酸镁结构内所含硅氧键中氧离子能被氟离子取代，起到固氟作用。该方法的特点是所用原料都是废弃物、成本低、处理工艺简单，从而达到固废资源化的目的。
